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Abstract (en)
1. Heat sink for transferring heat between a semiconductor chip and a cooling device, comprising a heat transfer fluid disposed between and in
contact with said chip and said device, characterized in that : the fluid consists of magnetic particles suspended in a carrier, and the cooling device
is provided with an element that creates a magnetic field acting on the fluid, the pattern of the flux lines of the magnetic field being such that it keeps
the fluid in place.

Abstract (fr)
- Dispositif magnétique de transfert de chaleur pour microplaquette semi-conductrice utilisable dans le domaine des circuits intégrés semi-
conducteurs. La liaison thermique entre le dispositif de refroidissement (7) munis d'ailettes (8) et la microplaquette semi-conductrice (4) est assurée
par un fluide magnétique (5) et un aimant (6). Le fluide magnétique est composé d'un véhicule contenant des particules en suspension soumises au
champ magnétique de I'aimant (6) dont la forme est choisie pour permettre une quantité de fluide supérieure a celle permise par la viscosité. Cette
derniéere est choisie de fagon a ce que le fluide ne déborde pas de la microplaquette mais couvre sa face arriére. Le transfert de chaleur se fait par
conduction et convection a travers le fluide et I'aimant thermiquement lié au dispositif de refroidissement (7).
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